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บทที ่1  

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยในปจจุบันถือเปนแหลงประกอบ, ผลิต และสงออกอุปกรณทางดาน

อิเล็กทรอนิกส ขนาดใหญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  โดยการจําหนายใหบริษัทตางๆ ทั้ง

ในประเทศและตางประเทศเปนจํานวนไมนอย ดังนั้นการลดของเสียและการควบคุมคุณภาพของ

สินคาจึงมีความจําเปนอยางมาก และเปนปจจัยที่สําคัญตอการแขงขัน เพื่อความอยูรอดของ

บริษัทในอนาคต เนื่องจากเงินลงทุนและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะมี

ราคาที่สูงขึ้น จึงจําเปนตองหาแนวทางในการจัดการและการแกไขปญหาตางๆ ใหไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนตองนําวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงกระบวนการและลดของเสียที่

เกิดขึ้นในกระบวนการ และไดนําวิธีของ ซิกซ ซิกมา (Six sigma) ซึ่งมีกระบวนการ ของ DMAIC 

มาชวยในการในการปรับปรุงกระบวนการทําใหชวยลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตได 

อุตสาหกรรมการประกอบอุปกรณสารกึ่งตัวนํา มีการแขงขันอยางมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑของ

ทรานซิสเตอรกําลัง แบบบรรจุภัณฑชนิด TO-3P(N) ที่สามารถนําไปประยุกตใชงานไดหลาย

รูปแบบ แสดงดังภาพที่ 1.1 
 

 
 

ภาพที ่1.1 

ตัวอยางการนาํทรานซิสเตอรกําลังแบบรรจุภัณฑชนิด TO-3P(N) ไปใชงาน 



2 

 

 สําหรับในการผลิตทรานซิสเตอรกําลัง แบบรรจุภัณฑชนดิ TO-3P (N) จะแบงออกเปน 

3 ข้ันตอนใหญๆ คือ  

 1)  กระบวนการของสายการผลิตสวนหนา (Front Of Line: FOL) จะประกอบดวย  

  -  กระบวนการนําแผนลายวงจรมาวางบนแผนทองแดงขึ้นรูป (Die bonding   

     process) 

  -  กระบวนการเชื่อมเสนลวดอลูมิเนยีม (Wire bonding Process)  

 2) กระบวนการของสายการผลิตสวนกลาง (Middle Of Line: MOL) จะประกอบดวย  

 -  กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ (Mold Process) 

 -  กระบวนการขัดผลิตภัณฑ (Honing Process)  

 -  กระบวนการชุบตะกั่ว (Solder Dipping Process)  

 3) กระบวนการของสายการผลิตสวนหลัง (End Of Line: EOL) จะประกอบดวย 

 -  กระบวนการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟา (Test Process) 

 -  กระบวนการระบุชื่อผลิตภัณฑ (Mark Process) 

 -  กระบวนการบรรจุภัณฑ (Pack Process) 

 

 

 
 

1) Front of line (FOL) 2) Middle of line (MOL) 

3) End of line (EOL) ภาพที ่1.2 

ผังการไหลของกระบวนการ (Process flow diagram)  

ของการผลิตทรานซิสเตอรกาํลังแบบรรจุภัณฑชนิด TO-3P(N) 
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ภาพที ่1.4 

ผลิตภัณฑหลงักระบวนการ Mounting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1.3 

แผนภูมิพลาเรโตอัตราสวนของเสีย สําหรับกระบวนการผลิตทั้งหมด 
 

 จากภาพที่ 1.3 จะแสดงแผนภูมิพลาเรโตอัตราสวนของเสีย สําหรับกระบวนการผลิต

ทั้งหมด และจากการเก็บขอมูลพบวา Mounting process ซึ่งเปนกระบวนการของสายการผลิต

สวนหนา (Front Of Line: FOL) จะประกอบดวย กระบวนการนําแผนลายวงจรมาวางบนแผน

ทองแดงขึ้นรูป (Die bonding process) และกระบวนการเชื่อมเสนลวดอลูมิเนียม (Wire bonding 

Process) จากการเก็บขอมูลพบวาในป 2007B ที่ผานมามีของเสียในกระบวนการผลิตที่ 

กระบวนการนําแผนลายวงจรมาวางบนแผนทองแดงขึ้นรูป มีอัตราสวนของเสีย 0.299% หรือเฉลีย่

มากถึง 36,100 ชิ้นตอเดือน หรือคิดเฉลี่ยเปน 271,400 บาทตอเดือนหรือ 1,628,400 บาทตอ      

6 เดือน และเปนกระบวนการที่มีของเสียมากที่สุด ดังนั้นขอมูลตางๆ  ที่ทําการวิเคราะหจึงมีความ 

จําเปนมากตอการพัฒนา ปรับปรุงและลดของเสียใหนอยลงที่สุดได เพื่อชวยทําใหเพิ่มกําไรใหแก

บริษัท ชวยลดเวลาในการเก็บงานเสียออกจากกระบวนการผลิต และยังชวยใหบริษัทยังสามารถ

แขงขันในตลาดตอไปได 
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 จากภาพที่ 1.4 เปนผลิตภัณฑหลังกระบวนการ Mounting จะพบวากระบวนการนี้ถา

หากเกิดของเสียขึ้นก็จะสงผลกระทบตอกระบวนการตอไปได เพราะเมื่อเขาไปที่กระบวนการของ

สายการผลิตสวนกลาง (Middle of line: MOL) แลวก็จะทําใหเสียวัสดุเรซิ่น (Resin) บุคลลากร

และเวลาในการเก็บของเสียออกจากกระบวนการ เพราะแผนทองแดงขึ้นรูป (Lead Frame) จะ

เปนแถวติดกัน จํานวน 10 ตัว ตอแผนทองแดงขึ้นรูปจํานวน 1 อัน 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

 1. เพื่อศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวนํา เพื่อนํามา

วิเคราะห หาปจจัยของกระบวนการได โดยจะทําการศึกษาในกระบวนการ Mounting  

   2. เพื่อศึกษาการนําขบวนการ DMAIC มาใชงานในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวนํา 

 3. เพื่อหาคาที่เหมาะสมของพารามิเตอรที่แทจริง เพื่อเพิ่ม Yield และลดจํานวนของ

เสียลง 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจยั 

 

 1. สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑของทรานซิสเตอรกําลัง แบบรรจุ

ภัณฑชนิด TO-3P(N) เพื่อลดจํานวนของเสียได หลังจากการทําการปรับปรุงเรียบรอยแลว 

 2. สามารถสรุปปญหาที่เกิดขึ้นกับเคร่ืองจักร Mounting ในกระบวนการของ

สายการผลิตสวนหนาได 

 
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

 

 1. ทําใหรูปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอกระการผลิตได โดยใชหลักการของ DMAIC 

 2. กําหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการที่สงผลตอของเสียในกระบวนการได  

 3. สามารถลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตได 

 4. เพิ่มผลกําไรใหกับบริษัทผูผลิตได 
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1.5 วิธีการดําเนนิงาน 
 

 1. ศึกษากระบวนการประกอบอุปกรณสารกึ่งตัวนํา ทรานซิสเตอรกําลงัแบบรรจุภัณฑ

ชนิด TO-3P(N) และคนหาปญหาที่เกิดขึน้ในกระบวนการ Mounting เพื่อหาแนวทางในการ

ปรับปรุง รวมทั้งเรียนรูเทคนิคการใชเครือ่งมือตางๆ ของซิกซ ซิกมา (Six Sigma) เพื่อนาํมา

ประกอบกระบวนการในการคิดแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

2. รวบรวมขอมูลและวางแผนตางๆ เพื่อทีจ่ะใชในการวิเคราะห 

 3. คัดเลือกปญหา (Define phase) โดยคนหาผลกระทบตอลูกคา (Critical To 

Quality: CTQ ของกระบวนการประกอบอปุกรณสารกึ่งตัวนําทรานซิสเตอรกําลัง    และทํา

แผนภูมิพลาเรโต (Pareto Chart) เพื่อหาลาํดับความสาํคัญของปญหาแลวจึงเลือก เพื่อใชในการ

ปรับปรุงตอไป 

 4. ข้ันตอนการวัด (Measure phase) คนหาหวัขอการตรวจวัด เพื่อระบุถึงลักษณะ

ตางๆ ของกระบวนการตางๆ ที่สนใจ และทุกครั้งที่เกิด "ของเสีย" ข้ึนในขบวนการมนัทาํใหเกิดการ

เสียเวลามากขึ้นในการตรวจสอบ, วิเคราะห และการซอม โดยจะใชเครื่องมือของ แผนผัง

กระบวนการ (Process Mapping) รูปแบบเมทริกซของสาเหตุและผลกระทบ (Cause and Effect 

Matrix) และการวิเคราะหสาเหตุของขอบกพรองและผลกระทบ (Failure Modes & Effects 

Analysis: FMEA) มาชวยในการตัดสินใจในการนําขอมลูไปทําตอหรือไม 

 5. ข้ันตอนการวิเคราะห (Analyze phase) คนหาสภาวะปจจุบันจนกระทั่งถึงขั้นที่ ระบุ

ปจจัยตางๆ ทั้งหลาย ที่สามารถทอดขามชองวาง ไปสูคาเปาหมายตางๆ ที่ต้ังเอาไว โดยใช

โปรแกรม Minitab ชวยในการวิเคราะหขอมูลที่ไดมา 

 6. ข้ันตอนการปรับปรุง (Improve phase) จะระบุความสัมพันธระหวาง ปจจัยหลักๆ 

กับ ปจจัยที่มีความผันแปรตางๆ เพื่อจะคนหาหนทางแกไขปญหากระบวนการประกอบอุปกรณ

สารกึ่งตัวนําทรานซิสเตอรกําลังที่ดีที่สุดได โดยการนําการออกแบบแผนการทดลองแบบ (Design 

of Experiment (DOE)) มาใช 

 7. ข้ันตอนการควบคุม (Control phase) เปนการกําหนดมาตรฐานในกระบวนการ

ประกอบอุปกรณสารกึ่งตัวนําทรานซิสเตอรกําลัง เพื่อทาํใหขบวนการที่ถูกปรับปรุงใหดีข้ึนแลวคง

อยูตลอดไปนั้น ตองถูกตรวจสอบ และผลของการปรับปรุงตองถูกแปลงใหเปนมูลคาออกมา 

 8. สรุปผลกรณีศึกษา และขอเสนอแนะแนวทางในการนําไปประยุกตใช 
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1.6 ระยะเวลาดาํเนินงาน 

ตารางที่ 1.1  

แผนการดําเนนิงาน 
 

 
 

หมายถึง ระยะของเวลาที่ไดวางแผนการดําเนินงาน 


